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Abstract (en)
The measurement arrangement (50) comprises a camera (20) for recording an image of a crimp contact (30) in a measuring area (53), and a
vision system for evaluation of the images. A measuring unit (1) is connected to the vision system for tactile measurement of the crimp height
of the conductor crimp. The vision system comprises an evaluation and comparison unit, with which the actual position of the crimp contact is
determined corresponding to the images captured by the camera and the actual position is compared with a desired position of the crimp contact. An
independent claim is included for a method for determining crimp height of a conductor crimp of a crimp contact.

Abstract (de)
Eine Messanordnung (50) zur Ausmessung eines Leitercrimps (18.1) eines Crimpkontaktes (30) in einem Messbereich (53) besteht im Wesentlichen
aus einer Kamera (20), aus einem Messgerät (1) und einem Visionssystem. Mittels einer Spiegelanordnung (51) wird der Crimpkontakt von unten
und von der Seite in der Kamera (20) abgebildet und die Lage des Crimpkontakts im Messbereich (53) ausgewertet. Mit dem Messgerät (1) ist die
Crimphöhe des Leitercrimps (18.1) messbar. Bei korrekter Lage des Crimpkontakts (30) im Messbereich (53) wird die Crimphöhe des Leitercrimps
(18.1) gemessen.
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